MINATEC®

POLE D'INNOVATION

Dans le cadre de ’inauguration de MINATEC, IMAPS organise le 30
mai 2006 une journée technique sur :

« SIP OU SOC, UN VERITABLE CHALLENGE

9h30 Accueil des Participants

9h45-10h15 Ouverture Brigitte Braux, Présidente IMAPS France
Gilles Poupon -CEA LETI

10h15-10h45 The Revolution of Package Level: Inte gration, Design, Technology, Supply Chain
Carlo Cognetti -ST MICROELECTRONICS

10h45-11h15 SIP poses new EMC challenges
Jean-Marc Yannou —PHILIPS

11h15-11h45 Material Challenges and Solutions for Reliable System-in-Package design
Eric Rochard, Cynthia Trigas -FREESCALE

11h45-12h15 SIP or SoC, a real paradigm
Ralf Plieninger-INFINEON

12h 30 -13h30 Déjeuner

13h45 Départ Visite Entreprises

Circuit A : THALES
Circuit B: MESATRONIC
Circuit C: ST MICROELECTRONICS POLYGONE

17h00 Retour MINATEC

Les inscriptions devront étre faites en direct en ligne aupres de MINATEC www.minatec.com
La langue de la journée technique sera I’anglais.

Prix : 100 € TTC

Pour assister aux autres manifestations de « MINATEC CROSSROAD » Renseigne ments et
inscriptions sur www.minatec.com ou www.minatec -crossroads.com

POLE D’INNOVATION MINATEC
17 rue des Martyrs 38000 Grenoble (contact Florence Vireton Tél : 01 39 67 17 73)




Journée SIP/SOC dans le cadre des
Carrefours Minatec, Grenoble

La prochaine journée technique IMAPS France se
tiendra le 30 mai 2006 a Grenoble, en partenariat
avec MINATEC.

Du 29 mai au 1 Juin 2006, & Grenoble, plusieurs
événements de niveau mondial sur les
Nanotechnologies célébreront I’ouverture du plus
grand centre européen pour les Micro &
Nanotechnologies.

- MINATEC 2006, Rencontre Internationale sur

les Micro & Nanotechnologies,

- La8°Revue Annuelle du Leti,

- Les workshops 2006 IMST-EPCOS,

- La 9° édition du Forum 4i®, un rendez-vous

entre investisseurs et porteurs de projets
innovants .

Une table ronde, organisée par I’Ecole de Management de
Grenoble, sur les facteurs clés de la performance en R&D au
21° siécle, des Workshops dédiés a divers thémes, des cours
spécialisés organisés par 1’Institut National Polytechnique
Grenoble completeront cet impressionnant programme.

1.
Futur site Minatec
Maitre d'ouvrage Conseil Géné. de ['Isére, Maitre d'oeuvre groupe 6

C’est dans le cadre de cette prestigicuse
manifestation internationale de technologie
avancée qu'IMAPS France a décidé d’organiser,
le 30 mai 2006, la prochaine journée technique
régionale.

Consacrée aux solutions de packaging adaptées
aux intégrations de systémes, elle comportera une
matinée de conférences intitulée « SiP ou SOC,

un véritable challenge » et des visites de
laboratoires.

Rédacteur Jean-Paul Droguet

L’évolution des performances, les limitations
d’encombrement et de poids, la portabilité et les
contraintes de coflt, contribuent a donner a
I’intégration monolithique et au packaging
microélectronique un roéle croissant dans la
conception des systémes électroniques.

Les progrés récents des puces de circuits intégrés
ont permis le développement de fonctions
personnalisées et méme de systémes complets sur
une seule puce de silicium et leur encapsulation
dans un boitier standard BGA, CSP ou autre. Cette
démarche, “System On a Chip” ou SOC est tres
bien adaptée aux productions en grandes séries de
produits  grand  public. Ses  principaux
inconvénients concernent les cotlts élevés de
développement, un long délai de mise sur le
marché et d’éventuels contestations de propriété
intellectuelle.

Une autre approche dite “System in a Package”
ou SIP, consiste a réaliser les diverses fonctions
d’un systétme grace a différentes puces,
éventuellement de technologies différentes:
circuits intégrés standards, ASICS, microsystémes,
composants RF et composants passifs. Ces
composants sont assemblés dans un boitier
personnalis€ ou sur un substrat a hautes
performances. La solution SIP peut en outre
bénéficier des avantages offerts par les
technologies 3D ou Wafer Level. La réduction des
couts et délais de développement fait de la
solution SIP, comparée au SOC, un meilleur
compromis pour les petites et moyennes s€ries. A
contrario , pour les grandes séries, elle est
pénalisée par le colit de montage-ciblage des
divers composants de cette approche hybride.

La journée IMAPS fera une revue de I’état de
I’art, en recherche-développement et production,
de ces solutions d’intégration des systémes
¢électroniques.
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